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Abstract (en)
This invention discloses a vinylic resin composition comprising a polyamide-imide elastomer resin composition and optionally containing an
electrolyte added thereto, wherein the elastomer resin composition is prepared by the reaction among a vinylic polymer, a mixture comprising
caprolactam, an aromatic polycarboxylic acid and a specified polyoxyethylene glycol, and 0 to 0.5 mole, per mole of the glycol in the mixture, of a
diamine etc., and has a glycol content of 85 to 30 % by weight and a relative viscosity of at least 1.5 at 30 DEG C. The invention also discloses a
product of molding of said composition.

Abstract (fr)
La présente invention se rapporte à une composition à base de résine vinylique comprenant une composition à base de résine élastomère de
polyamide-imide et contenant éventuellement un électrolyte ajouté à la composition. La composition à base de résine élastomère est préparée par
réaction, dans un polymère vinylique, d'un mélange de la caprolactame, un acide polycarboxylique aromatique et un glycol de polyoxyéthylène
spécifié et de 0 à 0,5 mol, par môle de glycol contenu dans le mélange, d'une diamine, etc. La composition à base de résine élastomère a une
teneur en glycol de 85 à 30 % en poids et une viscosité relative d'au moins 1,5 à une température de 30°C. La présente invention se rapporte
également à un produit de moulage de ladite composition.
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